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１．概要（Summary） 

絶縁樹脂上での銅配線形成について、マスクレス露光

機の利用を検討しており、露光機メーカーである大日本

化科研から東京工業大学にマスクレス露光機を納入して

いることから、ナノプラットフォームで試験可能ということを

紹介されてきた。 

技術代行で申込まれ、覚書交換までを行った。実際の

作業の前段階として、技術相談を行った。まず、先方の目

標などの説明を受けた後、先方の希望のアプリケーション

に対し、必要なプロセス装置などを紹介し、リフトオフプロ

セスなどに必要なレジスト(AZ レジスト)などの特性を説明

した。また、実際の作業において検討が必要な部分（樹

脂にレジストを塗布した際の特性検討）を議論の上、明ら

かにし、実際の実験計画の立案を行った。 

ただし、その時にはマスクレス露光機立ち上げの最中

であったため、位置合わせ機能がきちんとまだ動いてい

なかった。最終的にマスクレス露光機の位置合わせ機能

の立ち上がりが秋以降になったことから、立ち上がり時に

連絡をしたが、そのときに先方の都合により利用の希望は

無かった。 

 

２．実験（Experimental） 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 


